ANIP

AMP-LATCH AMP-LATCH
Leiterplattenverbinder PC Board Connector
»Full Row" “Full Row”
Kontaktanordnung Contact Arrangement
Nicht fiir Neuentwicklungen Not recommended
empfohlen for new Developments
p— - 194 g
Gehauseoberteil Cover
Material: % ! : Material:

Polyester, schwarz,
nach UL 94 V-0

(1 Raster 2,54 mm
total 7,62 mm

Gehiduseunterteil
mit Einl6tstiften

Materiat und Oberflache

Gehause:
Polyester, schwarz.
nach UL 94 V-0

Kontaktmaterial:
CuSn

Kontaktoberftiche:
>2.5 um Sn tber 0,8 um Ni

Matrize (siche Seite 13-48)

Empfohlenes Leiterplatten-
Lochbild fiir ,,Full Row* Kontakt-
anordnung (Bauteilseite)
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Pol- Ab ingen/Dil

zahl mm Bestell-Nummer

No. of Part Number

Position 8 [ D E

12 14.0 2 10.2 181 88213-1
16 191 3 '5.2 232 88213-2
20 241 4 20.3 28.3 £8213-3
24 24.2 5 254 33.4 88213-4
28 34.3 € 30.5 36.5 88213-5
32 394 7 35.6 43,5 88213-6
36 44.5 3 40.6 486 88213-7
40 495 9 457 53.7 88213-8
44 54.6 HY 50.8 58.8 88213-9
48 59,7 11 55,9 63.9 1-88213-0
52 €4.8 12 61.0 68.9 1-88213-1
56 83.0 13 66,0 740 1-38213-2
60 74,9 14 71,1 79,0 1-88213-13

Black thermoplastic polyester,
UL 94 V-0 rated

(1) 2.54 mm Centerline
total 7.62 mm

Housing Assembly

Material and Finish

Housing:
Black thermoplastic polyester,
UL 94 V-0 rated

Contact Material:
Phosphor bronze

Contact Finish:
>2.5 um tin over 0.8 um nickel

Die Set (see page 13-48)

Recommended PC Board Layout
for “Full Row” Contact Arrange-
ment (component side)
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